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Leiterplattenhersteller aus der Luft- & 
Raumfahrtindustrie und Verteidigungstechnik 
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und USA, ist niemand besser positioniert, 
um die Bedürfnisse der globalen 
Leiterplattenindustrie zu bedienen.
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Der effiziente Datenaustausch von OrCAD / Allegro 
und SolidWorks hebt die Zusammenarbeit  
zwischen Mechanik und Elektronik auf ein neues Level.

Weitere Informationen auf Seite 1197 oder unter:  
info@FlowCAD.de bzw. +49 89 4563-7770
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